投标相关注意事项

[bookmark: _GoBack]1.本项目文件技术参数中封装技术类型为“DIP/SMD”或者“COB/MIP”或者“SMD/COB/MIP”，其中“/”为“或”的意思。
2.本项目为全流程电子化采购项目，为规避系统瞬时访问拥堵、本地运行环境适配异常、操作流程不熟悉等问题，保障各供应商顺畅参与采购活动，请各供应商提前查阅系统官方发布的操作手册完成学习，并在投标截止时间前至少30分钟，登录本项目对应的政府采购电子化交易系统，提前完成账号身份校验、设备调试、功能预检测等操作，排查本地网络稳定性、浏览器兼容性、系统操作权限等自身侧潜在问题。若因供应商操作不熟悉、本地软硬件环境故障等非平台端原因，导致无法正常完成投标文件上传、签到、线上解密等项目核心流程，相关后果由供应商自行承担。
